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Deskriptoren: Elektrotechnik, Leiterplatte, Mehrlagenleiterplatte, Durchverbindung

Sectional Specification: Flex-rigid multilayer printed boards with through connections
German version EN 123600: 1996

Spécification intermédiaire: Cartes imprimées multicouches flexorigides avec connexions transversales
Version allemande EN 123600: 1996

Die Europaische Norm EN 123600: 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Flr die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 661 “Gedruckte Schaltungen” der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Der Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen Normen und
anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben.

Flr den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere Unterlage ohne
Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm oder anderen Unterlage.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben glltig.
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DIN EN 60097
Rastersysteme flr gedruckte Schaltungen (IEC 97:1991); Deutsche Fassung EN 60097:1993
DIN IEC 326-1

Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Anleitung fir den Ersteller von Normen und Spezifikationen; Identisch mit
IEC 326-1:1984

DIN IEC 326-2

Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil 2: Prifverfahren; Identisch mit IEC 326-2:1990
DIN IEC 326-3

Leiterplatten; Teil 3: Gestaltung und Anwendung von Leiterplatten; Identisch mit IEC 326-3:1991
DIN IEC 326-11

Leiterplatten; Teil 11: Anforderungen an starr-flexible Mehrlagenleiterplatten mit Durchverbindungen; Identisch mit
IEC 326-11-1991
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EUROPAISCHE NORM EN 123600
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1996

ICS

Deskriptoren: Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen, Befdhigungsprifung, Qualitats-Konformitétspriifung,
Prafbilder

Deutsche Fassung

Rahmenspezifikation:
Starr-flexible Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen

Sectional Specification: Flex-rigid Spécification intermédiaire: Cartes
multilayer printed boards with through imprimées multicouches flexorigides avec
connections connexions transversales

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC am 1992-02-14 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzd-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Déne-
mark, Deutschland, Finnlgnd, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Ver-
einigten Koénigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 123600:1996 D
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde von CLC/TC CECC/SC 52, Printed Boards (friihere WG 23) erstellt.

Sie basiert, soweit mdglich, auf Publikationen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission und im besonderen auf
IEC 326-11, Printed boards, Part 11: Specification for flex-rigid multilayer printed boards with through-connections.

Dem Text des Entwurfes liegt das Schriftstlick CECC(Secretariat)2823 zugrunde und wurde zur Abstimmung vorgelegt. Er
wurde zusammen mit dem Abstimmbericht CECC(Secretariat)3022 angenommen und am 1992-02-14 zur Veroffentlichung

als EN 123600 freigegeben.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Verdffentlichung

einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muB (dop):

1997-07-01

— spétestes Datum, zu dem die nationalen Normen, die der EN entgegenstehen,

zuriickgezogen werden muissen

1 Einleitung

IEC 326-11 ist die IEC-Norm fUlr starr-flexible Mehrlagen-
Leiterplatten mit Durchverbindungen. Das vorliegende Do-
kument enthélt diese IEC-Norm sowie entsprechend der
Fachgrundspezifikation EN 123000 zuséatzliche Angaben,
welche fur Leiterplatten erforderlich sind, die nach dem
CENELEC-System fur Bauteile mit bewerteter Qualitat be-
urteilt werden sollen.

1.1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieses Dokument ist eine Rahmenspezifikation (SS) flr
starr-flexible bestlickungsbereite Mehrlagen-Leiterplatten
mit Durchverbindungen, unabhdngig von ihrem Herstell-
verfahren. Sie legt die zu beurteilenden Eigenschaften so-
wie die zur Befahigungsanerkennungsprifung und
Qualitats-Konformitatsprifung (losweise Prifungen und
periodische Prifungen) eingesetzten Prifverfahren fest.

1.2 Bezugsschrifistiicke

IEC 68
Basic environmental testing procedures
IEC 97
Grid system for printed circuits
IEC 194
Terms and definitions for printed circuits
IEC 249
Metal-clad base materials for printed circuits
IEC 326-1
Printed boards, instructions for the specification writer
IEC 326-2
Test methods for printed boards
IEC 326-3
Recommendations for the design and the use of printed
boards
IEC 326-11
Specification for the design of flex-rigid multilayer
printed boards with through-connections

(dow): 2003-05-01

2 Allgemeines

Diese Rahmenspezifikation (SS) gilt fir starr-flexible Mehr-
lagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen und dient als
Grundlage zur Erstellung einer

- Bauartspezifikation zum Nachweis der Befahigung
(Cap DS), die fur spezielle Materialien gilt, z. B. nach
IEC 249-2, und die fiir Befdahigungsanerkennungs-
verfahren zu verwenden ist. Es kann sich als notwendig
erweisen, fir jede Materialart eine Cap DS zu erstellen.
Eine Cap DS darf von internationalen oder nationalen
Stellen oder von einem Hersteller erstellt werden (siehe
auch CECC 00111/1V).

- Kunden-Bauartspezifikation (CDS) fiir Leiterplatten
nach Kundenkonstruktion entsprechend Abschnitt 5
der EN 123000. Die CDS wird Ublicherweise vom Kun-
den erstellt, der auch eine Numerierung nach seinem
eigenen System vornimmt. Weitere Einzelheiten sind in
EN 123000 und CECC 00114/III angegeben.

Tabelle 1 enthélt grundlegende Eigenschaften, die Ubli-
cherweise fir starr-flexible Mehrlagen-Leiterplatten mit
Durchverbindungen wichtig sind, und macht Angaben zu
den zur Uberprifung dieser Eigenschaften geeigneten
Prifverfahren.

Tabelle 2 enthélt ergdnzende Eigenschaften, die fiir be-
stimmte starr-flexible Mehrlagen-Leiterplatten mit Durch-
verbindungen und/oder bestimmte Anwendungen wichtig
sein kénnen, und macht Angaben zu den zur Uberprifung
dieser Eigenschaften geeigneten Prifverfahren. Falls not-
wendig, darf die zutreffende Spezifikation Eigenschaften
und Prifungen aus dieser Tabelle 2 anfiihren.

Wenn zuséatzliche Angaben fir eine Priifung in der zutref-
fenden Spezifikation festzulegen sind, ist das durch ein
Sternchen (*) in der zutreffenden Spalte zu kennzeichnen.
Diese Angaben missen dann nach CECC 00010
(IEC 326-2) festgelegt werden.

Tabelle 3 enthélt das Beféhigungsprifprogramm. Als Bau-

teil zum Beféhigungsnachweis wird ein festgelegtes
Kombinations-Prifbild (CTP) verwendet.
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Tabelle 4 enthédlt Angaben zur Qualitdts-Konformitats-
prufung.

Die Tabellen sind nicht dazu vorgesehen, Prifablaufe zu
beschreiben. Die Priifungen dirfen, sofern nicht anders
festgelegt, in beliebiger Reihenfolge ausgefiihrt werden.

3 Priifling

Zur Uberpriifung der Befahigung gemaB der zutreffenden
Fachgrundspezifikation wird ein Prifling verwendet, der
entweder speziell zu diesem Zweck konstruiert (Kombina-
tions-Prifbild) oder der laufenden Fertigung enthommen
wird (Serienplatte). Ein geeignetes Kombinations-Prifbild
ist in den Bildern 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 4a und 4d
dargestelit.

3.1 Befdhigungsanerkennung

3.1.1 Grundlegende Befahigung

Die Prtufung muB mit den Kombinations-Prifbildern nach
Abschnitt 8 durchgefiihrt werden.

3.1.2 Zusatzliche Befdhigung

Es gilt 3.5.3 der EN 123000. Zu Mehrfach-Anordnungen
siehe auch Abschnitt 8.

3.1.3 Aufrechterhaltung der Befdhigungsanerkennung
Es gilt 3.8 der EN 123000.

3.2 AQualitats-Konformitatsprifung

Wenn nicht anders festgelegt, dirfen zur Durchflihrung der
losweisen Prifungen und der periodischen Prifungen
Serienplatten und/oder speziell konstruierte Prifbilder ver-
wendet werden.

5 Eigenschaften von Leiterplatten

Grundlegende Eigenschaften siehe Tabelle 1.
Ergénzende Eigenschaften siehe Tabelle 2.
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Wenn speziell konstruierte Prafbilder verwendet werden
mussen, durfen sie in den Nutzen integriert werden. Dabei
darf das passende Bild des Kombinations-Prifbildes zu-
grundegelegt werden. Siehe dazu auch Abschnitt 8. In der
Regel wird eine Absprache zwischen Hersteller und Abneh-
mer erforderlich sein.

4 Zutreffende Spezifikation

Unter dem Begriff “zutreffende Spezifikation” ist eine
Produktspezifikation fir eine aktuelle Leiterplatte zu ver-
stehen, d. h. - je nach Sachlage - eine CDS oder eine
Cap DS, angewandt auf ein bestimmtes Material und eine
bestimmte Technik.

Die zutreffende Spezifikation muB alle notwendigen Anga-
ben enthalten, die zur eindeutigen und vollsténdigen Defi-
nition der Leiterplatte notwendig sind. Die in |IEC 326-3
gegebenen Empfehlungen missen bevorzugt befolgt wer-
den.

Es sollte darauf geachtet werden, daB unnétige Vorschrif-
ten vermieden werden. Falls notwendig, sollten zuléssige
AbmaBe festgelegt werden. Wo es hinreichend ist, sind
Nennwerte ohne Toleranzen oder einfach Héchst- bzw.
Mindestwerte anzugeben. Wo Toleranzen notwendig sind -
nur flir gewisse Flachen und Teile der Leiterplatte —, sind sie
lediglich auf diese Flachen und Teile anzuwenden und nur
auf diese zu beschranken.

Gibt es verschiedene Mdéglichkeiten flir die Darstellung der
Toleranzklassen usw., ist bevorzugt die in IEC 326-3 ange-
gebene Auswahl zu treffen.

Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den CDS-Daten
und anderen einschldgigen Normen (z. B. Grundspezifi-
kation, Fachgrundspezifikation oder Rahmenspezifikation),
ist die CDS vorzuziehen.

Tabelle 1: Grundlegende Eigenschaften (Bewertung, die immer durchgefiihrt werden muB)

Full document details: DIN EN 123600:1997-10

) Priifungsnr. u Priifling des
Eigen- Ergénzende L2
schaiten nach Priifungen Komb|n_at|ons- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 Prufbildes

Allgemeine

Prifung

Konformitat 1 * Vollstandige Leiterplatte Bilder, Bezeichnungen,

und Kenn- oder Kombinations-Prifbild | Kennzeichnungen, Material

zeichnung und Oberflaichen miissen
den Angaben in der zutref-
fenden Spezifikation ent-
sprechen. Offensichtliche
Fehler sind nicht zuléssig.

Aussehen und 1a Vollstdndige Leiterplatte Das Aussehen der Leiter-

Verarbeitung oder Kombinations-Priifbild | platten muB eine sorgféltige
und fachmannische Her-
stellung nach dem Stand
der Technik erkennen
lassen.

Metallisierte Vollstdndige Leiterplatte Metallisierte Locher missen

Lécher oder Kombinations-Priifbild | sauber und frei von Ein-
schliissen jeglicher Art sein,
die das Bestiicken mit Bau-
teilen und die Létbarkeit
beeintréchtigen kdnnten.

* Siehe Abschnitt 2.

(fortgesetzt)
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

. Prifungsnr. « Prifling des
Eigen- Ergédnzende L2
schaften nach Prifungen Kombinations- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 Priifbildes

Die Gesamtflache der Hohl-
rdume darf 10 % der Ge-
samtwandfliche nicht liber-
schreiten. Die groBte Aus-
dehnung der Hohlrdume
darf in der Horizontalebene
25 % des Lochumfangs

und in der Vertikalebene

25 % der Plattendicke nicht
Uiberschreiten.

Metallisierte Lécher diirfen
keine Hohlrdume in der
Metallisierung an der
Grenzflache zwischen
Lochwand und Leiterbild
oder am Innenlagenring
aufweisen.

Als Grenzflache wird der
Bereich angesehen, der
sich unter der Plattenober-
flache auf das 1,5fache
der Gesamtdicke des
Oberflachenkupfers in das
Loch hinein erstreckt oder
am Innenlagenring auf
das Doppelte der Innen-
lagen-Kupferdicke.

1c Harzverschmierungen
zwischen Kaschierungs-
kupfer und Flachenver-
kupferung sind zulassig,
vorausgesetzt, die elek-
trische Verbindung wird
durch die Verschmierung
nicht unterbrochen.

1a Es diirfen keine umlaufen-
den Risse im Kupfer oder
eine umlaufende Ablésung
des Kupfers von der Wand
des metallisierten Loches
vorliegen.

Die Zahl der L6cher mit
Hohlrdumen in der Metal-
lisierung darf 5 % der Ge-
samtzahl der metallisierten
Ldcher nicht Uberschreiten.

Plattenkanten Vollstdndige Leiterplatte Die Kanten der Platten und

oder Kombinations-Prifbild | innenliegenden Ausschnitte

missen sauber und frei von
Rissen oder Kerben sein.

Létaugen Vollstédndige Leiterplatte Létaugen missen fest-
oder Kombinations-Prifbild | sitzen. An metallisierten
Lotaugen darf kein blankes
Metall frei liegen. Létaugen
diirfen keine gebrochenen
Rénder besitzen. Um das
Létauge herum diirfen
weder an Leitern noch am
Tragermaterial Beschadi-
gungen vorkommen.

Bindung der 1a Vollstdndige Leiterplatte Es dirfen keine infolge
Leiter am oder Kombinations-Priifbild | sichtbarer Blasen oder
Tragermaterial Falten entstandenen Ab-

16sungen der Leiter vom
Tragermaterial vorhanden
sein mit Ausnahme der
nach der Materialspezifi-
kation erlaubten.

(fortgesetzt)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 123600:1997-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-123600-1997-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-123600-1997-10

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Seite 5
EN 123600: 1996

Eigen-
schaften

Prifungsnr.
nach
IEC 326-2

Erganzende
Prifungen

Priifling des
Kombinations-
Prifbildes

Anforderungen

Anmerkungen

Bindung der

Decklagen an
Tréagermaterial
und Leiterbild

Leiterfehler

Partikel
zwischen den
Leitern

MaBprifung
Plattenab-
messungen

Plattendicke
im Bereich der
Randkontakte
der Platte

1

1a

1b

1b oder 1¢

Vollstdndige Leiterplatte

Vollstdndige Leiterplatte
oder Kombinations-Prifbild

Vollstdndige Leiterplatte
oder Kombinations-Priifbild

Vollstdndige Leiterplatte
oder Kombinations-Priifbild

Die Bindung muB voll-
standig und einheitlich er-
scheinen. Kleinere Delami-
nierungen sind an folgen-
den Stellen zuldssig:

a) An zuféllig verteilten
Stellen auBerhalb der
Leiter. Derartige Delami-
nierungen duirfen eine
Fladche von héchstens
0,5 mm? aufweisen und
miissen mehr als 0,5 mm
von den Kanten entfernt
sein.

b) Langs der Leiter-
kanten. Derartige Delami-
nierungen dirfen bei
visueller Abschétzung
nicht um mehr als 20 %
der Konstruktionsleiter-
breite in den Zwischen-
raum der Leiter hinein-
reichen (siehe Bild 5).

Zwischen benachbarten
Leitern muB eine durch-
gehende Bindung mit einer
Mindestbreite von 0,5 mm
vorhanden sein. Bei Leiter-
abstanden unter 0,5 mm
darf keine Delaminierung
vorliegen.

Risse und Unterbrechungen
sind nicht erlaubt. Fehler,
wie Lécher oder Kantenbe-
schédigungen, sind zu-
lassig, vorausgesetzt, daB
die Leiterbreite oder der
Kriechpfad zwischen den
Leitern nicht um mehr als
den in der zutreffenden
Spezifikation festgelegten
Prozentsatz verringert wird,
z. B. 20 % oder 35 %
(siehe Bild 1).

Verbleibende Metallpartikel
sind zuléssig, vorausge-
setzt, daB dadurch der
Kriechweg nicht um mehr
als 20 % oder auf weniger
als denjenigen Abstand
verringert wird, der fur
isolierte Bereiche bei den
gegebenen Schaltkreis-
spannungen erforderlich ist.

Die Abmessungen und
Toleranzen miissen den
Angaben in der zutreffen-
den Spezifikation ent-
sprechen. Die Nenndicke
der Platte muB ebenfalls
den Angaben in der zutref-
fenden Spezifikation ent-
sprechen.

Die Gesamt-Plattendicke
muB den Angaben in der
zutreffenden Spezifikation
entsprechen

Falls erforderlich, ist dies
mit Hilfe der MaBprifung
2a zu Gberpriifen.

Falls erforderlich, ist dies
mit Hilfe der MaBpra-
fung 2a zu Uberprifen.

Die Gesamt-Plattendicke
und die Toleranzen
miissen nach IEC 321
festgelegt werden.

Full document details: DIN EN 123600:1997-10
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Eigen-
schaften

Prifungsnr.
nach
IEC 326-2

Ergdnzende
Priifungen

Prifling des
Kombinations-
Priifbildes

Anforderungen

Anmerkungen

Lécher

Zugangs-
16cher

Schlitze,
Ausklinkungen

Leiterbreite

Leiterabstand

Versatz
zwischen
Loch und An-
schluBflache

Lagetoleranz
der Loch-
achsen

2

2a

1a
2a

Vollstdndige Leiterplatte
oder Kombinations-Priifbild

Vollstédndige Leiterplatte
oder Kombinations-Prifbild

Vollstdndige Leiterplatte
oder Kombinations-Priifbild

Vollstédndige Leiterplatte
oder Kombinations-Prifbild

Vollstédndige Leiterplatte
oder Kombinations-Prifbild

Vollstdndige Leiterplatte
oder Kombinations-Prifbild

Vollstdndige Leiterplatte
oder Kombinations-Prifbild

Nenndurchmesser und
Toleranzen von
Montageléchern und Bau-
elementeléchern missen
den Angaben in der zutref-
fenden Spezifikation ent-
sprechen.

Der Nenndurchmesser
metallisierter Loécher, die
nur als Durchverbindungen
dienen, muB den Angaben
in der zutreffenden Spezi-
fikation entsprechen.

Die Lagegenauigkeit eines
Zugangsloches in bezug
auf die zutreffende An-
schluBflache auf dem
Basismaterial muB so sein,
daB durch einen Versatz
die in der zutreffenden
Spezifikation festgelegten
effektiven Mindestabmes-
sungen der AnschluB-
flachen nicht unter-
schritten werden, wobei
auch der KleberfluB in der
Decklage zu beriicksichti-
gen ist (siehe Bild 6b).

Die MaBe mussen den
Angaben in der zutref-
fenden Spezifikation ent-
sprechen.

Die Leiterbreite muB3 den
spezifischen Angaben in
der zutreffenden Spezifi-
kation entsprechen.

Fehler, wie Hohlrdume oder
Kantenbeschédigungen,
sind zuléssig, vorausge-
setzt, daB die Leiterbreite
nicht um mehr als den in
der zutreffenden Spezifi-
kation festgelegten Prozent-
satz verringert wird, z. B.
20 % oder 35 %. Die

Lange L eines Fehlers darf
nicht gréBer als die Leiter-
breite S sein oder nicht
groBer als 5 mm, je nach-
dem, welches der kleinere
Wert ist (siehe Bild 1).

Der Leiterabstand muB den
spezifischen Angaben in
der zutreffenden Spezifi-
kation entsprechen.

Unterbrechungen der An-
schluBflache sind nicht zu-
lassig. An der Verbindungs-
stelle zwischen AnschluB-
flache und Leiter darf kein
Ausbruch vorhanden sein.
Die Lochachsen missen
innerhalb der in der zutref-
fenden Spezifikation fest-
gelegten Abweichungen
liegen.

Fiir Lochdurchmesser und
Toleranzen werden
Empfehlungen in

IEC 326-3 gegeben.

Eine genaue Messung ist
nicht erforderlich, da
Abweichungen unwesent-
lich sind.

Empfohlene Mindestbreite
der effektiven AnschluB-
fliche an jeder Stelle um
das Loch:

Loch ohne Metallisierung:
0,15 mm

Metallisiertes Loch:
0,10 mm

Wenn keine Toleranzen
festgelegt sind, gelten die
groben Toleranzen

nach IEC 326-3.

(fortgesetzt)
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. Prifungsnr. . Priifling des
Eigen- Ergénzende L2
schaiten nach Priifungen Kombinations- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 Prufbildes
Haftung 1a Vollstdndige Leiterplatte Die Verbindung zwischen
zwischen oder Kombinations-Prifbild | flexiblen und starren Teilen
flexiblen und muB vollstédndig und gleich-
starren ma&Big erscheinen. Folgen-
Plattenteilen de Zusténde sind an der
Ubergangsstelle zwischen
flexiblen und starren Teilen
zuldssig:
Der an der Ubergangsstelle
auf den flexiblen Teil liber-
tretende HarzfluB darf nicht
mehr als 2 mm betragen.
Ebenso darf - von der
Ubergangsstelle aus - ein
Bereich ohne Klebever-
bindung bis zu 2 mm breit
sein.
Elektrische
Priifungen
Widerstand
Widerstands- 3¢ der D Die in der zutreffenden Nicht zutreffend fur
anderung von IEC 326-2a Spezifikation angegebenen | Polyestermaterialien.
metallisierten Anforderungen miissen
L&chern bei erfallt werden.
Temperatur-
wechselbean-
spruchung
Létaugen In Vorbereitung.
Kurzschliisse 4a * Vollstdndige Leiterplatte
oder Kombinations-Priifbild
Isolations- 6 * Der Isolationswiderstand Der Isolationswiderstand
widerstand muB den Angaben in der ist vor und nach der Be-
zutreffenden Spezifikation anspruchung sowie bei
entsprechen. erhdhter Temperatur zu
messen.
Vorbehandlung 18a *
Messung im 6 *
Normalklima
Beanspru- * Die zutreffende Bean-
chung nach spruchung muB in der
IEC 68-2-3, zutreffenden Spezifikation
Prifung Ca festgelegt werden.
Feuchte
Warme, kon-
stant, oder
nach
IEC 68-2-38,
Prifung Z/AD
Zusammen-
gesetzte Pri-
fung Tempe-
ratur/ Feuch-
tigkeit, zyklisch
Messung bei 6 * Nicht zutreffend flir
erhéhter Polyestermaterialien.
Temperatur
AuBenlagen 6a E oder J
Innenlagen 6b E oderJ
Lage zu Lage 6¢ M
Mechanische
Priifungen
Abschdlkraft
Leiter zu G Die Abschalkraft muB den
Basismaterial Angaben in der zutreffen-
den Spezifikation ent-
sprechen.
* Siehe Abschnitt 2.
(fortgesetzt)
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Full document details: DIN EN 123600:1997-10

. Prifungsnr. « Prifling des
Eigen- Ergédnzende L2
schaften nach Prifungen Kombln_amons- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 Priifbildes

Messung im 10a *

Normalklima

Messung bei 10b * Nicht zutreffend fur

erh&hter Polyestermaterialien.

Temperatur

AbreiBkraft

AbreiBkraft Ma * C Die AnschluBflache darf Ein flexibler Prifling muB

von AnschluB- sich wéhrend des Létpro- durch eine starre Platte

flachen an un- zesses nicht ablésen. Die verstérkt werden.
metallisierten AbreiBkraft darf nicht ge-

Léchern ringer sein, als der in der
zutreffenden Spezifikation
festgelegte Wert.

Ausziehkraft

Metallisierte 11b B Die Ausziehkraft darf nicht

Lécher ohne geringer sein, als in der zu-

AnschluB3- treffenden Spezifikation

fldchen festgelegt.

Verschiedene

Priifungen

Beschaffen-

heit der

Metallisierung

Haftung der 13a K Nach Abziehen des Klebe-

Metallisierung, bandes von den Leitern

Klebeband- diirfen am Band keine

Verfahren Partikel der Metallisierung
haften, es sei denn, sie
stammen von einem Uber-
hang.

Dicke der 13f K oder Leiterplatte Die Dicke muB den Angaben

Metallisierung, in der zutreffenden Spezifi-

Kontaktflachen kation entsprechen.

Létbarkeit 14a * H, A Die Leiter mUssen mit Nicht zutreffend fiir
einem glatten und glénzen- | Polyestermaterialien. Bei
den Lotiiberzug versehen Polyimid-Material kann
sein. In geringem MaBe sich als SchutzmaBnahme
(ungeféhr 5 %) dirfen ver- vor dem L&tprozeB eine
einzelte Fehlstellen, z. B. geeignete Trocknung als
Nadellécher und unbe- notwendig erweisen. Die
netzte oder entnetzte Priifung muB, je nach Ab-
Stellen, vorkommen. Die sprache zwischen Abneh-
Fehlstellen diirfen nicht an mer und Lieferant, im An-
einer Stelle gehaduft auf- lieferungszustand oder
treten. nach beschleunigter

Alterung durchgefihrt
werden.

A) Wenn der Nichtaktiviertes FluBmittel,

Einsatz wie in 6.6.1 der

eines nicht- IEC 68-2-20 festgelegt.
aktivierten

FluBmittels

zwischen

Abnehmer

und Liefe-

rant verein-

bart wurde

Anlieferungs Benetzung: Der Priifling

zustand muB innerhalb 3 s benetzt
werden. Ist zur Sicherstel-
lung der Benetzbarkeit eine
temporéare Schutzbe-
schichtung aufgebracht
worden, muB der Prifling
innerhalb 4 s benetzt
werden.

Entnetzung: Der Priifling
muB zwischen 5sund 6 s
mit dem geschmolzenen
Lot in Beriihrung bleiben;
er darf danach nicht ent-
netzt sein.
Pectments

* Siehe Abschnitt 2.
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Seite 9
EN 123600: 1996

Eigen-
schaften

Prifungsnr.
nach
IEC 326-2

Erganzende
Prifungen

Priifling des
Kombinations-
Prifbildes

Anforderungen

Anmerkungen

Nach be-
schleunigter
Alterung

B) Wenn der
Einsatz
eines
aktivierten
FluBmittels
zwischen
Abnehmer
und Liefe-
rant verein-
bart wurde

Anlieferungs-

zustand und

nach
beschleunigter

Alterung

L&semittel-
und FluBmittel-
bestandigkeit

Delaminierung,
Warmeschock

Vorbehandlung

17a

15a

18b

Benetzung: Der Priifling
muB innerhalb 4 s benetzt
werden.

Entnetzung: Der Priifling
muB zwischen 5sund 6 s
mit dem geschmeolzenen
Lot in Berthrung bleiben;
er darf danach nicht ent-
netzt sein.

Sowohl fur Benetzung als
auch Entnetzung (falls
zutreffend) muB das
Aussehen der Lécher den
gut geldteten Léchern nach
Bild 7 dieser Norm ent-
sprechen, soweit dies fiir
das bei flexiblen Leiter-
platten verwendete diinne
Material méglich ist.

Sowohl fiir Platten mit als
auch fir solche ohne 16t-
bare temporare Schutz-
beschichtung gilt:

Benetzung: Der Prifling
muB innerhalb 3 s benetzt
werden.

Entnetzung: Der Priifling
muB zwischen 5 s und 6 s
mit dem geschmolzenen
Lot in Beriihrung bleiben;
er darf danach nicht
entnetzt sein.

Sowohl fiir Benetzung als
auch Entnetzung (falls zu-
treffend) muB das Aus-
sehen der Lécher den gut
geldteten Léchern nach
Bild 7 dieser Norm ent-
sprechen, soweit dies fur
das bei flexiblen Leiter-
platten verwendete diinne
Material méglich ist.

Keine Anzeichen von

- Blasenbildung oder
Delaminierung,

— zuféllig verteilten flachen-
haften Abl&sungen der
Abdeckung oder des Be-
schriftungslackes,

- Auflésung,

- wesentlicher Farb-
anderung.

Annehmbar:

Beschriftung (Buchstaben)
a. unbesintrachtigt,

b. besintrachtigt, aber
lesbar.

Nicht annehmbar:
Beschriftung (Buchstaben)
a. unlesbar oder zerstort,
b. nicht eindeutig lesbar,
d. h. Fehldeutungen
zwischen &hnlichen
Zeichen wie R-P-B, E-F,
C-G-0 sind mdglich.
Sichtbare Blasenbildung
oder Delaminierungen sind
nicht zuléssig.

Aktiviertes FluBmittel
(0,2 %), wie in 6.6.2 der
IEC 68-2-20 festgelegt.

Wenn in der zutreffenden
Spezifikation vorge-
schrieben, ist ein Mikro-
schliff herzustellen.

* Siehe Abschnitt 2.
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Tabelle 2: Ergédnzende Eigenschaften (nur zu bewerten, wenn ausdriicklich verlangt)

. Prifungsnr. « Prifling des
Eigen- Ergédnzende L2
schaften nach Prifungen Kombln_amons- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 Priifbildes
MaBprifung Vollstdndige Leiterplatte Die Lage mufB den spezi- Wird Ublicherweise nicht
oder Kombinations-Prifbild | fischen MaBangaben in der | gemessen, da das wichtige
zutreffenden Spezifikation Merkmal der Versatz
entsprechen. zwischen Leiterbild und
Loch ist, durch den die
Mindestringbreite be-
stimmt wird. Wenn die
Messung verlangt wird,
gelten die in IEC 326-3
angegebenen Ab-
weichungen. Wenn MaB3e
far den Aufbau der Platten
festgelegt sind, kénnen
diese an einem Mikro-
schliff iberpriift werden.
Siehe dazu 4.2.3 oder
4.2.4 der IEC 326-3.
Elekirische
Prifungen
Widerstand
Leiterwider- 3a * L Der Widerstand mufB3 den
stand Angaben in der zutreffen-
den Spezifikation ent-
sprechen.
Widerstand 3b * D Der Widerstand muf den
von Innen- Angaben in der zutref-
verbindungen fenden Spezifikation ent-
sprechen.
Widerstands- 3¢ der D Die in der zutreffenden
anderung von IEC 326-2A Spezifikation angegebenen
Lochmetal- Anforderungen miissen
lisierungen erfallt werden.
Strombelast-
barkeit
Strombelast- 5a D Es sind mindestens
barkeit von 5 Lécher zu prufen. Die
metallisierten Metallisierung innerhalb
Léchern der Lécher muB den pas-
senden, in IEC 326-2 fest-
gelegten Strom ohne Aus-
brennen (Schmelzen) und
ohne Uberhitzung, er-
kennbar an einer Ver-
farbung, Uberstehen.
Strombelast- 5b * L Die Leiter diirfen nicht aus-
barkeit von brennen (schmelzen); eine
Leitern Uberhitzung, erkennbar an
einer Verfarbung, ist nicht
zuldssig.
Spannungs- 7a * E Entladungen, die zur Unter-
festigkeit brechung fuhren, sind nicht
zulassig.
Frequenzdrift 8a Die Frequenzdrift darf die
in der zutreffenden Spezi-
fikation festgelegten Grenz-
werte nicht Giberschreiten.
Mechanische
Priifungen
Ermiidung * L Das zu priifende Leiterbild
bei Biege- und die Anzahl der Zyklen
wechselbe- missen zwischen Ab-
anspruchung nehmer und Lieferant ver-
einbart werden.
Ebenheit 12a Vollstdndige Leiterplatte Falls anwendbar, nur fir
starre Bereiche.
* Siehe Abschnitt 2.
(fortgesetzt)
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